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DISCLAIMER ok Ty ':'.MicroTec

Diese Prasentation enthélt zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf das Geschatft,
die finanzielle Entwicklung und die Ertrage der SUSS MicroTec AG oder ihrer
Tochter- und Beteiligungsgesellschaften beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen
beruhen auf den gegenwartigen Planen, Schatzungen, Prognosen und Erwartungen
und unterliegen daher Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten
schwierig einzuschatzen sind und die im Allgemeinen auf3erhalb der Kontrolle der
SUSS MicroTec AG liegen. Die SUSS MicroTec AG Uibernimmt deshalb keine
Gewahr dafir, dass die Erwartungen und Ziele, die in den zukunftsgerichteten
Aussagen ausdricklich oder implizit angenommen werden, erreicht werden. Die
SUSS MicroTec AG beabsichtigt auch nicht und tibernimmt keine Verpflichtung, eine
Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veroffentlichen.
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Uberblick SUSS MicroTec AG
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SUSS MICROTEC AUF EINEN BLICK™+

SUSS MicroTec ist einer der weltweit fliihrenden
Anbieter fur Equipment im Mid- und Backend
der Halbleiterindustrie

Unser Equipment und unsere Prozesslésungen
schaffen die Mikro- und Verbindungsstrukturen
der Mikroelektronik

Unser Fokus richtet sich auf die
wachstumsstarken Marktsegmente:
Advanced Packaging / 3D-Integration,
MEMS und LED

Kennzahlen zur Aktie:
= Bloomberg Symbol: SMHN
=  Mitglied im TecDAX
= Aktienkurs*: 8,64 €
» Marktkapitalisierung*: 165 Mio. €
=  Net Cash, Marz 2013: 25,1 Mio. €

* Mai 31, 2013
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Yokohama, JP
Hwaseong City, KR

Sunnyvale, US W= Garching, DE Singapur, SG Shanghai, CN
Corona, US Sternenfels, DE Hsin Chu, TW
| Hauptsitz Hauterive, CH
Produktion Lyon, FR
Vertrieb Coventry, UK
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PRODUKTIONSSTANDORTE

Deutschland
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Garching Sternenfels Corona

Sitz der SUSS MicroTec AG Entwicklung und Produktion: Entwicklung und Produktion:
Entwicklung und Produktion: = Bonder = Stepper / Scanner
= Mask Aligner = Belacker und Entwickler = Laser Strukturierung
= Bond Aligner = Fotomasken Equipment
Kernkompetenz: Kernkompetenz : Kernkompetenz :
= Belichtung = Nassprozesse = Belichtung
(proximity exposure) = Waferbonden (UV projection lithography)
= Positionierung = Laser Ablation
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UBERSICHT UBER DIE SEGMENTE UNDPRH

Belichtungssysteme Belacker und Wafer Bonder
Mask Aligner Entwickler

Produkte MaskTrack Pro
Stepper, Scanner

Bond Alignment

Prozess- Fotomasken UV Projektions- Proximity Belacken
schritte Reinigung lithografie Belichtung Entwickeln Permanentes Bonden
Temporares Bonden
Laser Ablation Nano Imprinting

Umsatz: 113,2 Mio. € Umsatz: 23,1 Mio. €
EBIT: -12,0 Mio. €

Kennzahlen [y XL R
2012 EBIT: 1,1 Mio. € EBIT: 23,7 Mio. €
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Wandel durch technologischen Fortschritt
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» Der ,Digitale Lebensstil* zeichnet sich durch eine permanente
Verbindung mit dem Internet und einem Fokus auf Medien aus

Digitaler Lebensstil . Mo_blle Geréate wie Sma_trtphone u_nd Tablet PCE stellen diese
Leistung zu erschwinglichen Preisen zur Verfigung

* Neue Gerategenerationen bieten hohere Funktionalitat

= Alternative Transport/Mobilitatslosungen fassen durch
attraktive Preis-Leistungsverhéltnisse Ful3

E-Mobilitat = Elektrofahrzeuge, Hybrid-Autos, Segways, E-Bikes, aber
auch Zuge erhdhen sowohl den Bedarf an Leistungselektronik
(Transistoren) als auch Hochleistungs-ICs

= Ho6heres Umweltbewusstsein und steigende Energie- und
Treibstoffpreise steigern die Nachfrage nach
energieeffizienten Loésungen bei elektrischen Anwendungen

) g wie z.B. der Beleuchtun
Energieeffizienz .

= Energieeffizienz bei der industriellen Produktion

= Smartes Energiemanagement bei Anwendungen im
Haushalt sparen Energie
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~1985...heute ~1987...heute

~1910...heute ~1950...heute
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WACHSTUMSMOTOR SMARTPHONES UND-TABLETS = SUS§|Microlec

*BAW filters

*BAW duplexers
*RF switch / variable capacit
*TCXO oscillators

MEMS micro-mirror

*Accelerometer
*Gyroscope

*Electronic compass
*Pressure sensor

+*CMOS Image Sensor
*Auto-Focus actuator

*Front camera
*ALS & Proximity sensor
*Microdisplay
Silicon microphone

Quelle: Yole Developpement
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MOBILE ENDGERATE ERMOGLICHEVN;, :

Lebensstil
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Mobile
Endgeréate

Miniaturisierung
(Kleinere Strukturen)

Advanced Packaging
(Kleinere Flache und
verringerte Hohe)

Sensorik, MEMS
(Interaktion mit der
Aussenwelt)

3D Integration
(Leistungssteigerung/
Komplexitat)

Fotomasken
Equipment

Mask Aligner,
Belacker/Entwickler

Mask Aligner,
Belacker/Entwickler
Substrat Bonder
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Mask Aligner,
Belacker/Entwickler
Substrat Bonder




FOKUS AUF WACHSTUMSMARKTE = =t s Microlec

MEMS LED
Computer, Automobil- Generelle Beleuchtung
industrie, Medizintechnik HB und UHB LED

Maskenherstellung Advanced Packaging 3D Integration
Fotomaskenreinigung Micro-Bumping Stapeln von Mikrochips
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Meilensteine 2012/2013
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Markteinfihrung des XBC300 Gen2 Bond Clusters
Produktionsbeginn der neuen RCD8 Belacker / Entwickler Plattform
Dritte Generation der ACS200 Plattform vorgestellt

Auslieferung des hundertsten LabSpin6

RCD8

XBC300 Gen2 (Belacker und Entwickler)

ACS200 Gen3 LabSpin6
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Starkung des Kernsegments Lithografie durch die Akquisition von
Tamarack Scientific

Anteilsbesitz an SUSS MicroOptics auf 100 Prozent aufgestockt

SUSS MicroOptics bezieht neues Produktionsgebéaude, um weiteres
Wachstum zu ermdéglichen

Kooperationen mit fUhrenden Industrieunternehmen erweitert und
intensiviert: GenlSys GmbH und Dow Corning

SUSS MicroTec wird Partner der VDMA Nachhaltigkeitsinitiative:
Blue Competence

BLU@COMPETENCE

Alliance Member

Partner der Nachhaltigkeitsinitiative
des Maschinen- und Anlagenbaus
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MEILENSTEINE 2013 B o o s .f'-'_.MicroTec

Kauf der Immobilie am Standort Garching

International fihrender IDM platziert Folgeauftrag fir Bonding-Equipment
fur die 300 mm Massenfertigung

Flihrender US-amerikanischer IDM platziert Auftrag fur
umweltfreundliches System zur Excimer Laser Ablation

Refokussierung der Produktlinie Permanent Bonding

SLH L
-
nii

XBC300 Gen2 ELP300
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Fokussierung des Bereichs Permanentes Bonden auf die Markte MEMS und LED,
um die unbefriedigende Ertragssituation zu verbessern

Nicht Cash wirksame Abschreibungen i.H.v. 6.8 Mio. € im Q2 2013 auf aktivierte
Entwicklungskosten (aus den Jahren bis 2008), Demo-Equipment und Vorrate

Das Wachstum der Substrat Bonder Division wird wesentlich durch das erfolgreich
in den Markt eingefiihrte Temporare Bonden bestimmt werden

Der Umsatzbeitrag der Produktlinie Permanentes Bonden wird anfanglich auf dem
Niveau des Vorjahres erwartet

Die Substrat Bonder Division ist nun gut positioniert, um vom
erwarteten Marktwachstum der nachsten Jahre zu profitieren

MEMS, LED und 3D-IC
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2D Packaging

= Hohere Leistung und Komplexitat
der ICs durch kleinere Geometrie
der Transistoren gemaf dem
Moores Gesetz

= Neue Technologien wie EUV und
mehrfache Strukturierung
ermdglichen eine weitere
Skalierung

= Durch technische Einschrankungen
wird es immer schwieriger und
teurer die Struktur-GréR3e zu
verringern

2D Silicon

2.5D Packaging

Verbindung mehrerer (auch
heterogener) Halbleiterkomponenten
auf einem Interposer erweitert das
Spektrum der traditionellen
Verkleinerung

Erhdhte Packaging-Dichte
Reduzierte Grundflache

Komplementare Technologie zum
Moores Gesetz

Package Substrate or PCB

3D Integration (TSV)

Die Verkleinerung jenseits der
Verringerung der Struktur-Gréf3en
wird "More than Moore“ genannt

Packaging wird zum Schlussel fur die
Skalierung und ein Teil de Wert-
schopfung verschiebt sich von der
Siliziumstrukturierung zum Packaging

Hohere Leistung und Komplexitéat
gepaart mit einer kleineren
Grundflache

Geringerer Energieverbrauch

I | ©  Micro Bump
@ Bump
I TSV

Anlagen und Prozesslosungen von SUSS MicroTec ermdglichen eine Strukturverkleinerung
in 2D ("Moores Gesetz") und ein Stapeln in 3D ("More than Moore")
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Das Geschéftsjahr 2012 in Zahlen
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Umsatz nach Segmenten

3% 3%
17%

163,8 Mio. €

19%
mLithography

mPhotomask Equipment
OSubstrate Bonder

OOthers
Auftragseingang nach Regionen Umsatz nach Regionen
23% 25%
46%
50% 163,8 Mio. € 163,8 Mio. €
19% 19% mEurope
‘ - ONorth America
OJapan
8% 10% DO Rest of Asia
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KENNZAHLEN 2012 e et I Microc

in Mio. € 2012 2011 in %
Auftragseingang 157,2 143,1 +9,9%
Auftragsbestand zum 31.12. 86,5 83,7 +3,3%
Umsatz 163,8 175,4 -6,6%
EBIT 11,7 18,6 -37,1%
EBIT in % vom Umsatz 7,1% 10,6% - 3,5% Pkt
Ergebnis nach Steuern
(fortgefiihrtes Geschéft) 7,6 13,8 -44,9%
Ergebnis nach Steuern
(fortgefiinrtes und nicht fortgefilhrtes Geschaft) 9,1 13,8 -34,1%
EPS in € (fortgefilhrtes Geschatft) 0,40 0,72 - 44 4%
Freier Cash Flow* -4.5 3.5 -
Nettoliguiditat* 32.3 42.0 -23.1
Mitarbeiter zum 31.12. 704 624 +12,8%

* vor Berticksichtigung von Erwerb verzinslicher Wertpapiere und M&A Aktivitaten
** inkl. Bestand an verzinslichen Wertpapieren
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Das erste Quartal 2013
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in Mio. € Q12013 Q12012 in %
Auftragseingang 34,9 39,0 -10,5%
Auftragsbestand zum 31.03. 91,5 99,8 -8,3%
Umsatz 30,1 31,2 -3,5%
EBIT -3,3 0,0 --
EBIT in % vom Umsatz -11,0% 0% --
Ergebnis nach Steuern (fortgefunhrte Aktivitaten) -2,5 -0,2 <-100%
Ergebnis nach Steuern
(fortgefiihrte und nicht fortgefiihrte Aktivitaten) -2,5 1,3 --
Ergebnis je Aktie in € (fortgefiirte Aktivititen) -0,13 0,07 --
Freier Cash Flow* -7,2 0,3 --
Nettoliquiditat** 25,1 38,5 -34,8%
Mitarbeiter zum 31.03. 693 687 0,9%

* vor Berucksichtigung von Erwerb verzinslicher Wertpapiere und M&A Aktivitaten
** inkl. Bestand an verzinslichen Wertpapieren, nach Akquisition von Tamarack Scientific
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Starkung des Segments Lithografie — Licht pragt unsere Industrie
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STARKUNG DES SEGMENTS LITHOGR s ‘”.MicroTec

Steigende Anforderungen an die Leistungsfahigkeit von Halbleiterbauelementen erfordern den
Einsatz von innovativen Technologien im Halbleiter Backend Equipment Markt

Keine Belichtungstechnologie erfillt alle Anforderungen gleichzeitig

Erganzung der Mask Aligner Produktlinie durch den Erwerb einer komplementéaren Stepper /
Scanner-Produktlinie, die unser Technologieportolio um die Schliisselkompetenzen UV-
Projektionslithografie und Laser Ablation erweitert

Erhéhung des Anteilsbesitzes an der SUSS MicroOptics S.A., die fur den Konzern wichtige
Schlisseltechnologien besitzt, auf 100%

Umzug der SUSS MicroOptics S.A. in ein neues Produktionsgebaude, um weiteres kontinuierliches
Wachstum zu ermdoglichen

\ SUSS Microlec

Lithography PLUS...

Proximity + Projection
Laser Structuring + Nanoimprint
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SUSS MICROTEC PHOTONIC SYSTEMSAUE EINEN

2

SUSS MicroTec Photonic Systems
(ehemals Tamarack Scientific ) entwickelt
und fertigt UV-Projektionsbelichtungsgerate
sowie Maschinen zur Laserstrukturierung

Das Unternehmen bedient die klassischen
SUSS MicroTec Zielmarkte:
Advanced Packaging, 3D-IC, MEMS und LED

Eckdaten:
Standort: Corona, Kalifornien, USA
Umsatz: ~10 Mio. EUR (GJ 2011/12)
Mitarbeiter: 63

Kaufpreis: 9,34 Mio. USD
(plus zuséatzlicher variabler Kaufpreisanteil)
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SUSS MicroOptics S.A. ist ein fuhrender Anbieter von Mikrooptiken
fur den Einsatz im Lithografiebereich der Halbleiterindustrie
(Kunden sind z.B. Carl Zeiss, SUSS MicroTec), Telekommunikation
sowie der Bereich Forschung und Entwicklung

Unsere Technologie und die innovative Leistungsfahigkeit bilden
eine solide Basis fur dauerhaftes Wachstum (Uber die letzten
Jahre konnte ein durchschnittliches jahrliches Wachstum von ca.
20% erreicht werden)

Im November 2012 ist SUSS MicroOptics in ein neues
Produktionsgebaude umgezogen:

- Reinraum der Klasse 100/1000 (415m?)
- Investitionsvolumen: > 2 Mio. €

- Produktionsbeginn war Mitte Dezember 2012 ¢
- Mehrschichtbetrieb ist nun mdglich
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Die Aktie
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(Aktienkurs am 2. Januar 2012: € 5,83)
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SUSS MicroTec, indexed = TecDAX, indexed Prime IG Semiconductor, indexed

Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai. Jun. Jul.

Durchschnittliches tagliches Handelsvolumen: 111.000
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Ausblick
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Der Absatz von Smartphones wird im Jahr 2013 um mehr als 30% zunehmen
Der Verkauf von Tablet Computern wird 2013 um rund 60% Uber Vorjahr liegen
Die weltweiten Ausgaben fur IT werden im Jahr 2013 um rund 4% steigen

Der Halbleiterbranche wird im Jahr 2013 voraussichtlich um 3,5% wachsen

Die Investitionen in Technologieknoten <20nm werden im Jahr 2013 beginnen und ab
2014 deutlich ansteigen

Der Markt fur Halbleiter Backend Equipment wird 2013 um fast 10% schrumpfen, aber
2014 um 26% ansteigen arner api 2013)

Quellen: Semi.org, Gartner, IDC
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ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK =t 4_“{.MicroTec

Die Randbedingungen fir die Halbleiterbranche und die Equipment Unternehmen des
Bereiches entwickeln sich positiv

Die Zielmarkte sind weiterhin von hohem Wachstumspotenzial gekennzeichnet

2013: Ubergangsjahr fir SUSS MicroTec
- Refokussierung der Produktlinie permanentes Bonden
- Integration von SUSS MicroTec Photonic Systems

Weitere Starkung der Geschéaftsfelder durch Produktinnovation

Kooperation mit fihrenden Industriepartnern und Forschungsinstituten

Ausblick:

GJ 2013: - Umsatz ca. 150 Mio. €
- EBIT: mittlerer-hnoher negativer Mio. € Betrag

Q2 2013: - Auftragseingang 30 - 40 Mio. €
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TAGESORDNUNG HAUPTVERSAMMLUNG == .MicroTec

TOP 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SUSS MicroTec AG und des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2012, des zusammengefassten Lageberichts fir die SUSS
MicroTec AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats fir das Geschéaftsjahr 2012

TOP 2. Beschlussfassung tber die Verwendung des Bilanzgewinns
TOP 3. Beschlussfassung tber die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
TOP 4. Beschlussfassung tber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

TOP 5. Beschlussfassung tber die Bestellung des Abschlussprifers und des Konzern-
abschlussprufers

TOP 6. Beschlussfassung tber die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2013 gegen Bar-
oder Sacheinlagen mit Ermachtigung zum Bezugsrechtsausschluss und entsprechende
Satzungsénderungen

TOP 7. Beschlussfassung tber die Ermachtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung
eigener Aktien nach 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Andienungsrechts beim Erwerb
und des Bezugsrechts bei der Verwendung

TOP 8. Aufthebung von 4 Abs. 5 und 6 der Satzung

TOP 9. Anderung von 3 Abs. 1 der Satzung
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SUSS MicroTec AG
Schleissheimer Str. 90
85748 Garching

www.SUSS.com
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